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ＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈ ユーザーズガイド 
 

株式会社 彗星電子システム 

第 4版  2010 年 4 月 発行 

 

１．概要 

ＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈは、ＥＦＰ－Ⅰ（ＥＦ１ＳＲＰ－０４ＵまたはＥＦ１ＳＲＰ－０５Ｕ使用時）に接続

して使用するシリアル入出力モード用書込みターゲット基板です。 

ＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈを使用することにより、ルネサスエレクトロニクス製８ビットマイクロコンピュータ

３８Ｃ５グループのＰＲＯＭ内蔵版マイクロコンピュータへの書込み、読み出しができます。 

 

＜包装内容＞ 

１） ＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈ 

２） ユーザーズガイド（本資料） 

 
  図１．１にＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈの外形図を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図１．１ ＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈ外形図 
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２.ＭＣＵの挿入方向とＩＣソケットの清掃 

２．１ ＭＣＵ挿入方向 

ＭＣＵを挿入するときは、ＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈ上ＩＣソケットの１番ピンとＭＣＵの１番ピンを合わせて 

挿入してください。誤挿入はＭＣＵに致命的な破損を引き起こしますので、十分ご注意ください。 

図２．１にＭＣＵの挿入方向を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図２．１ ＭＣＵの挿入方法 

 

 

２．２ ＩＣソケットの清掃 

ＭＣＵユニットのＩＣソケットは、使用回数や年数により内部のコンタクトピンの汚れ、劣化、もしくは半

田転移による導通不良が発生する場合があります。 

接触不良によりＭＣＵの誤書込みやライタの誤動作の問題が発生する場合がありますので、下記の対策を行

ってください。 

また、接触不良による問い合わせも受け付けておりますが、弊社ではＩＣソケットを消耗品として取り扱っ

ておりますので、使用劣化によるＩＣソケットの接触不良に関しましては商品の買い替えを推奨させていた

だく場合がありますことを御了承ください。 

 

 

 

① 使用回数に応じて、定期的にＩＣソケット内部のコンタクトピン表面をブラシ等で清掃ください。 

② 長期間使用しない場合は、製品をビニール袋等に入れて湿気をおさえて保管してください。 

 

【清掃用推奨アイテム】 

ＩＣソケットにあるコンタクトピンの清掃については、ナノテクブラシ（株式会社喜多製作所）の使用を推

奨しています。 

ナノテクブラシはコンタクトピンに付着した汚れ、微量のはんだ転移も除去できるため、導通性を良くしま

す。接触不良の問題が生じた場合はお試しください。 

ナノテクブラシをお求めの際は、弊社または喜多製作所（下記サイト参照）までお問い合わせください。 

 

ナノテクブラシ（株式会社喜多製作所）   http://www.kita-mfg.com/pro_nanotech.html 

MCU

1番ピン

IC ソケット接触不良
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３. 対応ＭＣＵ一覧およびＳ/Ｗバージョン 

３．１ 対応ＭＣＵ 

表３．１にＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈの対応ＭＣＵ一覧表を示します。 

 

     表３．１ ＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈ対応ＭＣＵ一覧表 

MCU ﾀｲﾌﾟ 対応 MCU 名称 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘｴﾘｱ 

M38C59GF M38C59GFLHP 1080h～FFFDh 

 

 
３．２ ソフトウェア（Ｓ/Ｗ）バージョンについて 

下記のサイトにて各Ｓ/Ｗの最新バージョンアップデータをダウンロードすることができます。 

定期的にＳ/Ｗバージョンを確認し、最新バージョンのＳ/Ｗを御使用ください。 

 
【Ｓ/Ｗバージョン確認方法】 

Ｓ/Ｗの各バージョン番号は､WinEfpRE もしくは WinEFP2 ウィンドウメニュー内の[Help]→[About]で表示され

ます。 

 

<ＥＦＰ－I Ｓ/Ｗ無償ダウンロードサイト> 

http://www.suisei.co.jp/productdata_efp1_j.html 

<ＥＦＰ－Ｓ２Ｖ Ｓ/Ｗ無償ダウンロードサイト> 

http://www.suisei.co.jp/productdata_efps2_j.html 

<ＥＦＰ－Ｓ２ Ｓ/Ｗ無償ダウンロードサイト> 

http://www.suisei.co.jp/productdata_efps2_j.html 

 

 

 

Ｓ/Ｗバージョンに関しましては、今後の性能改良等の理由で将来予告無しに変更する場合 

があります。また製品御購入時にバージョンアップ手順書が付属されている場合は、そちら 

の用紙の内容を優先して御取扱いください。 

 

Ｓ/Ｗバージョンの注意事項 
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EFP-Ⅰ、EF1SRP-05U

3線式ﾀｰｹﾞｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙ

T_VPPｽｲｯﾁ

J1

 

 

４．接続方法 

ＭＳ３８Ｃ５－８０Ｈを使用する場合は、ターゲット接続ケーブルを図４．１で示すようにＪ１に接続して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※EF1SRP-05U の T_VPP ｽｲｯﾁを 7.3V 側に設定ください。 

 

 

 

５．接続端子表 

ＭＳ３８Ｃ５－８０ＨのＪ１コネクタ端子名を表５．１に示します。 

 

     表５．１ Ｊ１、Ｊ２コネクタ接続端子表 

Pin No. 端子名 PIN No. 端子名 

１ ＢＵＳＹ ５ ＳＤＡ 

２ ＶＰＰ ６ ＰＧＭ／ＯＥ 

３ ＶＤＤ ７ ＲＥＳＥＴ 

４ ＳＣＬＫ ８ ＧＮＤ 

 

EFP-Ⅰ、EF1SRP-04U

J1

3線式ﾀｰｹﾞｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙ

MS38C5-80H

ＥＦ１ＳＲＰ－０４Ｕ使用時 

ＥＦ１ＳＲＰ－０５Ｕ使用時 
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６．ＩＤコード領域 

３８Ｃ５グループのＭＣＵは内蔵フラッシュメモリにＩＤコード領域を備えており、以下の発生条件を満た

すことでＭＣＵ内蔵フラッシュメモリの書換えおよび読み出しを禁止することが可能です。 

 

      ＩＤコードプロテクト機能発生条件＞ 

       条件１ ：ＩＤコード領域に任意のＩＤコードを書込む。 

       条件２ ：条件１、２を満たした後、ＭＣＵの電源を再投入する。 

 

ＩＤコードの書込みによりプロテクト状態となったＭＣＵは、ＷｉｎＥＦＰのＩＤ照合機能によりプロテク

ト状態を解除することが可能です。ＩＤ照合機能については７．ＩＤ Ｃcollation（ＩＤ照合）をご参照く

ださい。 

※本機能はユーザープログラムの不正データ読み出し等を防止するための機能です。 

 

    

 FFD4h ID ｺｰﾄﾞ(1 ﾊﾞｲﾄ目)  

   FFD5h ID ｺｰﾄﾞ(2 ﾊﾞｲﾄ目)  

   FFD6h ID ｺｰﾄﾞ(3 ﾊﾞｲﾄ目)  

 FFD7h ID ｺｰﾄﾞ(4 ﾊﾞｲﾄ目)  

 FFD8h ID ｺｰﾄﾞ(5 ﾊﾞｲﾄ目)  

 FFD9h ID ｺｰﾄﾞ(6 ﾊﾞｲﾄ目)  

 FFDAh ID ｺｰﾄﾞ(7 ﾊﾞｲﾄ目)  

 

 ※ID ｺｰﾄﾞの照合は 7 ﾊﾞｲﾄの固定長で行われます。 

 

     図６．１ ＩＤコード領域の構成 
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７．ＩＤ collation（ＩＤ照合） 

ＩＤ照合コマンドはＩＤコードが書込まれたＭＣＵのプロテクトを解除することが可能です。 

ＷｉｎＥＦＰのＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｓｅｔｔｉｎｇダイアログ内のＩＤ照合パラメータにＩＤ入力    

形式、ＩＤコードを入力しコマンドを実行します。 

ＩＤ照合コマンドを実行後、ＩＤコードが一致した場合はプロテクト解除となりますが、ＩＤコードが    

不一致の場合は、ＷｉｎＥＦＰウィンドウメニュー内の［Ｄｅｖｉｃｅ］内のコマンドは全て使用できなく

なります。 

図７．１にＩＤ照合パラメータの構成を示します。 

 

 

図７．１ ＩＤ照合パラメータ構成 

 

     １）Ｉｎｐｕｔ Ｆｏｒｍａｔ（入力形式） 

       ＩＤコードの入力形式をＡＳＣＩＩ、ＨＥＸで指定します。 

     ２）Ｓｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓ（先頭アドレス） 

       ＩＤコード領域の先頭アドレスを指定します。 

       本パラメータにはＭＣＵのＩＤコード先頭アドレスが自動で設定されます。 

     ３）ＩＤ Ｃｏｄｅ 

       ７バイト固定長のＩＤコードを入力します。 
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７．１ ＩＤ照合操作手順 

ＩＤコード領域を設けているＭＣＵを使用される際、ＩＤコード領域の誤書込み等には十分にご注意くださ

い。また書込まれたＩＤコードは忘れないように、ユーザー側で管理してください。 

本項目ではＩＤコードの使用例および手順について記載しています。ＩＤコードの書込みから解除まで    

の一連の手順を以下に示します。 

 

     手順１ ＩＤコードの設定 

         ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵バッファＲＡＭのＩＤコード領域に相当する領域に、ＩＤコードを設定 

         します。 

         例ではＩＤコードを“ＳＵＩＳＥＩ．”とします。（図７．２ 参照） 

 

 

図７．２ ダンプウィンドウ（ＩＤコード設定データ） 

 

             表７．１ バッファＲＡＭ設定データ一覧 

ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｱﾄﾞﾚｽ 設定ﾃﾞｰﾀ ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｱﾄﾞﾚｽ 設定ﾃﾞｰﾀ

ＦＦＤ４ｈ ５３ｈ ＦＦＤ８ｈ ４５ｈ 

ＦＦＤ５ｈ ５５ｈ ＦＦＤ９ｈ ４９ｈ 

ＦＦＤ６ｈ ４９ｈ ＦＦＤＡｈ ２Ｅｈ 

ＦＦＤ７ｈ ５３ｈ  

 

 

     手順２ ＩＤコード領域への書込み 

         ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵バッファＲＡＭのデータをＭＣＵ内蔵フラッシュメモリに書込みます。 

         例ではプログラムコマンドを使用しＩＤコード領域を含む領域に書込みを行います。 

         ＩＤコード領域への書込みが終了した後、ＭＣＵの電源を再投入してください。 

 

 

図７．３ ＩＤコード領域への書込み 

 

         ※プログラムコマンド指定アドレス 

          Ｓｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓ：ＦＦＤ４ｈ 

          Ｅｎｄ ａｄｄｒｅｓｓ  ：ＦＦＤＡｈ 
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     手順３ プロテクト状態の確認および解除 

        Ｉ Ｄ コ ー ド が 書 込 ま れ た Ｍ Ｃ Ｕ に 対 し て 、 Ｗ ｉ ｎ Ｅ Ｆ Ｐ ウ ィ ン ド ウ メ ニ ュ ー 内 の 

［Ｄｅｖｉｃｅ］内のコマンドを実行すると図６．４のエラーメッセージダイアログが表示され 

コマンドを中止します。 

 

                      

図７．４ ＩＤエラー 

 

         ＩＤ照合コマンドを使用してＩＤコードの照合を行い、ＭＣＵ側のプロテクト状態を解除します。 

         図７．５、図７．６に各入力形式でのＩＤコード入力について示します。 

 

 

図７．５ ＩＤ照合（入力形式：ASCII） 

 

 

図７．６ ＩＤ照合（入力形式 HEX） 

 

         ＩＤコードが一致するとＭＣＵのプロテクト状態は解除され、ＭＣＵの書換え、読み出しが可能 

になります。ＩＤ照合コマンド実行後にエラーが発生した場合は、ＩＤコードをもう一度、確認後 

ＩＤ照合コマンドを実行してください。 

 

 


